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板极互连的单向弯曲特性描述

1 前⾔

本文件是一份关于单向弯曲测试的出版物，其

目的是描述元器件板级互连的断裂强度特性。

本文件适用于采用常规再流焊接技术连接到印

制板上的表面贴装元器件。单向弯曲特性描述

的结果为元器件板级互连对可能发生在常见的

非周期板组装和测试操作过程中的弯曲载荷的

抗断裂力提供了评估方法，并补充了有关运输、

装卸或现场操作过程中的机械冲击或撞击的现

有标准。

2 引⾔

半导体器件有各种各样的封装结构，并被应用

于很多场合。考虑到封装构造和最终应用条件

的差异，建立关于弯曲测试的单一鉴定要求是

不可行的，然而，统一的测试方法和标准的可

靠性特性描述报告程序，对确保足够好的产品

质量则越来越有必要。

3 范围

本文件详细说明了确定板级器件互连对非周期

板组装和测试操作过程中弯曲载荷的抗断裂力

的常用方法。单向弯曲测试通过/失败的鉴定通

常取决于每个器件的用途，不在本文件的范围

之内。

4 术语和定义

为了更好地理解本文件，下面列出了本文件涉

及的术语及定义。

通⽤术语

元器件：已封装的半导体器件

互连： 用于电学互连的导电部件，例如焊料

球、引线等。

单向测试： 不可逆转，直到出现失效才终止的

测试

应变相关术语

整块PWB应变： 均匀印制板的四点弯曲应变，
忽略由于封装导致的任何影响。

微应变： 无量纲单位，106×（长度变化）÷（原

始长度）

应变：无量纲单位，（长度变化）÷（原始长度）

应变率： 应变的变化量除以这个变化被测量到

的时间间隔。

应变⽚： 粘附于基底的平面铜箔图案，在受到

应变时其电阻值会发生变化。

应变⽚单元： 由蛇形铜栅图案构成的应变片敏

感区域

单轴应变⽚： 只包含一个应变片单元的应变

片，也就是可以检测沿单轴方向的应变。

机械测试设备术语

砧座：有圆形接触表面的四点组合夹具支撑物

横梁部件： 相对测试设备底座移动的万能试验

机夹合/扣拴部件，可产生样本测试所必要的

力。

四点弯曲夹具： 把样本支撑在两个砧座或滚轴

上，并用另外两个砧座或滚轴在相对面对称地

给样本施加载荷的测试部件。

载荷跨距： 对测试样本施加载荷的两个砧座或

滚轴之间的距离。

滚轴： 以圆柱形棒作为接触表面的四点组合夹

具支撑物。

⽀撑跨距： 支撑测试样本的两个砧座或滚轴之

间的距离。

万能试验机： 可以利用横梁部件的可控线性运

动产生拉伸/压缩载荷的测试设备。

电学测试术语

菊花链： 可以与其他导电链路串联连接起来形

成连续的电学网络的导电链路（像一条雏菊的

链）。

实时测量： 测量测试过程中菊花链的导通状

况，即就地而不是在测试中断的状态下测量。
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